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NS Probe
Nidec Square Probe

NEW

We developed the new probe that used MEMS process 
for min Pitch and possible to make various tip shape.

For printed circuit board and semiconductor package inspection system

NS probe specifications

Good tolerance

SideFront

Flat-Type

Select the body metal

SideFront

Point-Type

Flat

Point

2W

4W 
Bump

NS Probe

4W 

PAD

4W 

Top-針先

表
面

側
面

Top 境目1 中央 境目2 Bot Bot-針先

- -

Top-針先

表
面

側
面

Top 境目1 中央 境目2 Bot Bot-針先

- -

ニデックアドバンステクノロジー様／SEMICON Japan 2023　A1（W594*H841）ニデックアドバンステクノロジー様／SEMICON Japan 2023　A1（W594*H841）


